
 

                

SOP8 封装型式 

1、外观与结构： 

SOP8 采用矩形塑料封装，引脚从封装两侧引出，呈海鸥翼状（L 字形）。这种设计使其适合表面贴装技术

（SMT），可通过回流焊或波峰焊直接焊接在 PCB 板表面，无需通孔。 

 

2、尺寸与引脚间距： 

SOP8 的封装尺寸通常较小，常见的引脚间距为 1.27mm（符合 JEDEC 标准），部分衍生类型（如 SSOP、

TSSOP）的引脚间距可能更小（0.635-0.65mm），以适应高密度电路布局。 

 

3、性能特点： 

小型化：体积小巧，有助于缩小电子产品尺寸，适用于空间受限的场景，如移动设备、可穿戴设备等。 

散热良好：塑料封装材料具有一定的散热能力，结合合理的引脚布局，能有效散发芯片工作时产生的热量。 

稳定性高：表面贴装方式使引脚与 PCB 板的连接更稳固，抗振性和抗冲击性较好，适合批量生产。 



 

                

 

4、应用场景： 

SOP8 封装广泛应用于模拟电路、电源管理、音频放大、电机驱动等领域。例如： 

音频功放芯片、电源管理芯片、电机驱动芯片。 

 

5、与其他封装的区别： 

SOP8 属于 SOP 家族，与 SOIC（小外形集成电路）、SSOP（缩小型 SOP）等封装类似，但引脚数量和排

列方式不同。SOP8 的 8 个引脚布局使其在特定电路设计中更具针对性，适用于功能相对简单的芯片。 

 


